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Sposób łączenia wyprowadzeń aluminiowych
do kontaktów podłoża izolacyjnego

Przedmiotem wynalazku jest sposób łączenia
wyprowadzeń aluminiowych do kontaktów podło¬
ża izolacyjnego grubowarstwowych układów sca¬
lonych.

Znany sposób polega na naniesieniu na podłoże
kontaktów na bazie srebra. Kontakty pokrywa się
emulsją ochronną, a następnie podłoże izolacyjne
poddaje się pocynowaniu metodą zanurzeniową.
Po pocynowaniu odsłania się kontakty i łączy z ni¬
mi wyprowadzenia aluminiowe metodą ultrakom-
presji. Sposób ten nie daje gwarancji trwałości po¬
łączeń z uwagi na zanieczyszczenie kontaktów
wynikające z utleniania się srebra. Stosowane
emulsje wchodzą w związki chemiczne ze srebrem
co powoduje obniżenie wytrzymałości mechanicz¬
nej połączenia.

Istotę wynalazku stanowi sposób łączenia wy¬
prowadzeń aluminiowych do kontaktów podłoża
izolacyjnego. Polega on na nanoszeniu kontaktów
na podłoże i pocynowaniu całości. Do pocynowa-
nych kontaktów przylutowuje się dwuwarstwową
podkładkę, której dolną warstwę stanowi metal
łatwolutowny, a zwłaszcza miedź, a górną alumi¬
nium — do którego z kolei przyłącza się wypro¬
wadzenia aluminiowe metodą ultrakompresji.

Połączenie aluminium z aluminium metodą
ultrakompresji z zastosowaniem sposobu według
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wynalazku jest trwałe i zapewnia jego dużą wy¬
trzymałość mechaniczną i elektryczną.

Sposób łączenia wyprowadzeń aluminiowych do
kontaktów podłoża izolacyjnego obrazuje rysunek
przedstawiający widok z boku połączenia. Na pod¬
łoże izolacyjne 1 nanosi się kontakty 2. Całość
poddaje się cynowaniu metodą zanurzeniową. Do
pocynowanych kontaktów 2 przylutowuje się dwu¬
warstwową podkładkę 3. Dolną warstwę podkład¬
ki 3 stanowi metal łatwolutowny najkorzystniej
miedź, a górną aluminium. Do górnej warstwy
podkładki 3 przyłącza się wyprowadzenia alumi¬
niowe 4 metodą ultrakompresji.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób łączenia wyprowadzeń aluminiowych do
kontaktów podłoża izolacyjnego polegający na na¬
noszeniu kontaktów na podłoże i pocynowaniu ca¬
łości, znamienny tym, że do pocynowanych wraz
z podłożem izolacyjnym (1) kontaktów (2) przylu¬
towuje się dwuwarstwową podkładkę (3), której
dolną warstwę stanowi metal łatwolutowny, naj¬
korzystniej miedź, a górną aluminium, do którego
z kolei przyłącza się wyprowadzenia aluminiowe
(4) metodą ultrakompresji.
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